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現代自動車 IONIQ PHEV 搭載 Infineon製パワーモジュール
構造解析レポート

製品概要
現代自動車 IONIQ PHEV搭載の両面冷却の6in1 IGBTモジュール。

製品特長
・両面冷却構造となっており、両面にDBC基板が存在。
・IGBTチップとFWDチップは向かい合って両面のDBC基板に
配置、リードフレームにて接合＆樹脂封止されている。

レポート内容
※接合部、構成部材を中心に解析しています。また、モジュール平面・断面
解析の結果からDBC基板のレイアウトの推定も行っています。
・モジュール外観、X線観察
・モジュール平面構造解析：配線レイアウト、端子接続方法確認
・モジュール断面解析、SEM-EDX分析、樹脂成分分析（FT-IR）
・搭載チップ断面解析：チップ終端部、トランジスタ断面SEM観察
・搭載チップ平面解析：配線接続、レイアウト確認

レポート価格： 60万円（税別)

モジュール外観 X線写真

IGBT
（推定）

FWD
（推定）

サーミスタ
（推定）
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